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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インク滴を吐出するためのエネルギーを発生する複数の素子が配列され、該複数の素子
の配列方向に沿って延在するインク供給口を有する基板と、インクを吐出する複数のイン
ク吐出口を備えた吐出口プレートと、を備え、前記吐出口プレートが前記基板の上に接合
されることで、該基板と前記吐出口プレートとの間に、複数の前記インク吐出口と前記イ
ンク供給口とを連通するインク流路が形成され、前記吐出口プレートの、前記インク供給
口と対向する位置に、スリットを有した突起部を有するインクジェット記録ヘッドの製造
方法であって、
　基板上の前記インク供給口が形成される領域に第１の部材を形成する工程と、
　前記スリットを形成するための型材を前記基板上の前記第１の部材の間に形成する工程
と、
　前記型材の上に前記吐出口プレートとなる第２の部材を形成する工程と、
　前記インク供給口を形成する工程と、
　前記型材を除去することで、前記スリットを有した突起部を形成する工程と、
　を備え、
　前記型材は、前記複数の素子の配列方向に沿って設けられ、前記第１の部材は、前記型
材の端部に対応する位置に設けられることを特徴とするインクジェット記録ヘッドの製造
方法。
【請求項２】
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　前記型材は、前記第１の部材と接する位置に設けられることを特徴とする請求項１に記
載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。
【請求項３】
　前記第１の部材は、前記型材の一部に設けられることを特徴とする請求項１に記載のイ
ンクジェット記録ヘッドの製造方法。
【請求項４】
　前記複数の素子が配列される配列方向と交差する方向に関して、前記第１の部材は前記
型材の両側に設けられていることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のイ
ンクジェット記録ヘッドの製造方法。
【請求項５】
　前記第１の部材は前記型材の周囲に設けられていることを特徴とする請求項１から４の
いずれか１項に記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット記録ヘッドの製造方法、インクジェット記録ヘッドおよびイ
ンクジェット記録装置に関し、特に、突起部にスリットが設けられたインクジェット記録
ヘッドの製造方法、インクジェット記録ヘッドおよびインクジェット記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気熱変換素子に電気信号を与えることにより、インクを瞬時にして沸騰させてインク
滴を高速に吐出させるインクジェット記録ヘッドは、インク流路の集積化が容易であるが
、インクジェッド記録ヘッド内の残留気泡が生じることがある。この残留気泡は、電気熱
変換素子の発生する熱によりインク内に溶けこんだ空気が溶出し、その空気の気泡がイン
クジェッド記録ヘッド内に残留することにより生じる。この残留気泡を放置していた場合
にはインク滴の吐出特性に悪影響を与え、画像劣化が生じることがある。
【０００３】
　そこで、このような残留気泡を抑制するために、インクジェット記録ヘッドの吐出口プ
レートの内面に突起部を設ける技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。吐出口
プレートの内面に突起部を設けることで、吐出口プレートに平行なインク流れに速度成分
を与えることができ、残留気泡の吐出に与える悪影響を緩和することできる。
【０００４】
　また、突起部にスリットを設けることで、インクジェット記録ヘッドのノズル材内の残
留応力を緩和する技術も考えられる。スリットを設けることで、インクジェット記録ヘッ
ドの製造工程の熱履歴などにより生じるノズル材内の残留応力を緩和することができ、ノ
ズル材内の残留応力が起因して発生するノズル剥がれを抑制することができる。特に、ノ
ズル列を複数列有するインクジェット記録ヘッドにおいては、最外列の中央部にノズル材
内の残留応力が大きくノズルが剥がれてしまう懸念が大きい。突起部にスリットを設ける
ことで、残留応力を緩和でき、ノズル剥がれの発生を抑制することができる。また、使用
するインクによっては、ノズル材を膨潤させるものがあるが、突起部にスリットを設ける
ことで、ノズル材の膨潤による応力を緩和することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４０１８２７２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、突起部に設けられたスリットは、インク供給口が貫通する面にスリットとな
る部位に型材をパターニングし、その上に吐出口プレートとなるノズル材を塗布、露光お
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よび現像し、インク供給口を貫通させた後、型材を除去することで形成される。
【０００７】
　しかしながら、突起部のスリットの形成方法において、インク供給口が貫通される面と
スリットとなる型材との密着力不足により、パターニング不良が発生して所望のスリット
が形成できないことがある。インク供給口が貫通する面とその近傍は、電気熱変換素子お
よび電気熱変換素子に電気信号を送るための配線パターンがないため、平滑面であるため
、アンカー効果などはなく、密着力不足になることがある。
【０００８】
　また、電気熱変換素子を複数有した基板は、半導体プロセスにより形成されているが、
半導体ウエハは大型化しているため、型材を現像する際に生じる外力が大きくなる。また
、インクジェット記録ヘッドの長尺化によりそれに伴い突起部のスリットは長くなり、型
材の端部に生じる外力はさらに大きくなる。このように、半導体ウエハの大型化およびイ
ンクジェット記録ヘッドの長尺化により、型材を現像する際に生じる外力はさらに大きく
なり、型材現像時のパターニング不良が増大する恐れがある。
【０００９】
　本発明は以上の点を鑑みてなされたものであり、吐出口プレートの突起部にスリットを
設ける場合、スリットのパターニング性を向上し、所望のスリットを形成することができ
るインクジェット記録ヘッドの製造方法、インクジェット記録ヘッドおよびインクジェッ
ト記録装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そのため、本発明の製造方法は、インク滴を吐出するためのエネルギーを発生する複数
の素子が配列され、該複数の素子の配列方向に沿って延在するインク供給口を有する基板
と、インクを吐出する複数のインク吐出口を備えた吐出口プレートと、を備え、前記吐出
口プレートが前記基板の上に接合されることで、該基板と前記吐出口プレートとの間に、
複数の前記インク吐出口と前記インク供給口とを連通するインク流路が形成され、前記吐
出口プレートの、前記インク供給口と対向する位置に、スリットを有した突起部を有する
インクジェット記録ヘッドの製造方法であって、基板上の前記インク供給口が形成される
領域に第１の部材を形成する工程と、前記スリットを形成するための型材を前記基板上の
前記第１の部材の間に形成する工程と、前記型材の上に前記吐出口プレートとなる第２の
部材を形成する工程と、前記インク供給口を形成する工程と、前記型材を除去することで
、前記スリットを有した突起部を形成する工程と、を備え、前記型材は、前記複数の素子
の配列方向に沿って設けられ、前記第１の部材は、前記型材の端部に対応する位置に設け
られることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　以上の構成によれば、スリット形成用のパターンに接する位置に密着向上層を設けるこ
とで、吐出口プレートの突起部に所望のスリットを形成することができる。これにより、
インクジェット記録ヘッドの製造工程の熱履歴などにより生じるノズル材内の残留応力を
緩和し、ノズル剥がれの発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態のインクジェッド記録ヘッドを示す概略図である。
【図２】第１の実施形態の６インチＳｉウエハを概念的に示す平面図である。
【図３】第１の実施形態のノズル形成工程を説明するための概念図である。
【図４】第１の実施形態のノズル形成工程を説明するための概念図である。
【図５】第１の実施形態のノズル形成工程を説明するための概念図である。
【図６】第１の実施形態のノズル形成工程を説明するための概念図である。
【図７】第１の実施形態のノズル形成工程を説明するための概念図である。
【図８】第１の実施形態のノズル形成工程を説明するための概念図である。
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【図９】従来の形態のインクジェッド記録ヘッドを示す概略図である。
【図１０】第２の実施の形態のインクジェッド記録ヘッドを示す概略図である。
【図１１】第２の実施形態のノズル形成工程を説明するための概念図である。
【図１２】第２の実施形態のノズル形成工程を説明するための概念図である。
【図１３】第２の実施形態のノズル形成工程を説明するための概念図である。
【図１４】第２の実施形態のノズル形成工程を説明するための概念図である。
【図１５】第２の実施形態のノズル形成工程を説明するための概念図である。
【図１６】第２の実施形態のノズル形成工程を説明するための概念図である。
【図１７】その他の実施形態のインクジェット記録ヘッドを示す概略図である。
【図１８】その他の実施形態のインクジェット記録ヘッドを示す概略図である。
【図１９】その他の実施形態のインクジェット記録ヘッドを示す概略図である。
【図２０】その他の実施形態のインクジェット記録ヘッドを示す概略図である。
【図２１】その他の実施形態のインクジェット記録ヘッドを示す概略図である。
【図２２】その他の実施形態のインクジェット記録ヘッドを示す概略図である。
【図２３】その他の実施形態のインクジェット記録ヘッドを示す概略図である。
【図２４】その他の実施形態のインクジェット記録ヘッドを示す概略図である。
【図２５】その他の実施形態のインクジェット記録ヘッドを示す概略図である。
【図２６】その他の実施形態のインクジェット記録ヘッドを示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１４】
（第１の実施形態）
　図１は、本実施形態のインクジェッド記録ヘッドを示す概略図である。本実施形態では
、図１に示すインクジェット記録ヘッドの製造方法を説明する。
【００１５】
　図２は、本実施形態の６インチＳｉウエハを概念的に示す平面図である。まず、基板ウ
エハ２０として６インチＳｉウエハを準備する。
【００１６】
　本実施形態の６インチＳｉウエハには、複数の基板１が配置されている。それぞれの基
板は、ノズルの形成が完了するまでは、６インチＳｉウエハの状態で流動し、ノズル形成
完了後にウエハを切断することで、各個別基板となる。
【００１７】
　図３から図８は、本実施形態のノズル形成工程を説明するための概念図である。それぞ
れ（ａ）は、本実施形態の基板を示す平面図であり、（ｂ）は、本実施形態の基板を示す
断面図である。説明を分かりやすくするため、基板単体の工程を説明する。
【００１８】
　まず、図３に示すように、基板上には、インク滴を吐出するためのエネルギーを発生さ
せる電気熱変換素子２が所望の個数が配列される。
【００１９】
　次に、図４に示すように、密着向上層３をパターニングする。密着向上層として、ポリ
エーテルアミド樹脂（日立化成工業（株）社製ＨＩＭＡＬ１２００）を用い、ノズル材が
形成される部位と、電気熱変換素子の配列方向に沿って延在するインク供給口の開口面の
一部にパターニングする。
【００２０】
　次に、図５に示すように、型材４をパターニングする。型材は、吐出口とインク供給口
とを連通するインク流路のパターンを形成するとともに、インク供給口の開口面に独立し
たスリット形成用のパターン（型材）も形成する。型材は、基板上に型材を塗布した後、
ＵＶ光などにより露光を行い、スピンコーターで現像を行い、形成される。
【００２１】
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　次に、図６に示すように、基板の上に吐出口プレートを接合することにより、ノズル材
５をパターニングする。ノズル材は、型材を被覆するように配置され、インク吐出口６を
形成する。インク吐出口の形成は、従来から行われている手法により行われてもよく、Ｏ
２プラズマによるエッチング、エキシマレーザー穴あけ、あるいは、紫外線、Ｄｅｅｐ－
ＵＶ光などによる露光など、あらゆる手法で形成することができる。
【００２２】
　次に、図７に示すように、基板にインク供給口７を設ける。インク供給口は基板を化学
エッチングすることにより形成する。具体的には、基板としてＳｉ（シリコン）基板を用
い、ＫＯＨ、ＮａＯＨ、ＴＭＡＨなどの強アルカリ溶液による異方性エッチングにより形
成する。
【００２３】
　次に、図８に示すように、型材を除去する。型材を除去することで、インク流路および
吐出口プレートにスリットを有した突起部が形成される。
【００２４】
　型材のパターニングは、現像液をスピンコーターにより現像することで行われるが、ス
ピンコーターは、図２に示す矢印Ａの方向に回転する。
【００２５】
　本実施形態では、図５に示すように、円形状の密着向上層を、スリット形成用のパター
ンの両端に接する位置に配置している。型材をスピンコーターで現像する際、型材に外力
によりパターンズレを引き起こしやすい方向に円形状の密着向上層を配置しているため、
パターンズレの発生を抑制することができる。スリット形成用のパターンは、インク供給
口の開口面に形成されているため、下地には凹凸がなく、電気熱変換素子近傍のパターン
に比べ、密着力が低く、型材の位置ズレの懸念が大きい。特に、６インチＳｉウエハで流
動する際は、現像時のスピンコーターでの遠心力は大きく、密着向上層がない場合、パタ
ーンズレを起こすことがある。また、ノズル列の長尺化が進むと、スリット形成用のパタ
ーンも長くなり、スリット形成用のパターンに加わる外力はさらに大きくなる。
【００２６】
　図９は、従来の形態のインクジェッド記録ヘッドを示す概略図である。
【００２７】
　図９（ａ）は、基板ウエハ２０を示している。また、図９（ｂ）は、図９（ａ）に示す
ｂ部を拡大したものである。図９（ｂ）に示すように、従来の形態のインクジェッド記録
ヘッドは、スリット形成用のパターンに接する位置に密着向上層は設けられていない。そ
のため、型材をスピンコーターにより現像する際、型材は外力（遠心力）により、図９（
ｃ）に示すように、パターンズレが生じることがある。特に、ウエハの外周に近いパター
ンは、外力（遠心力）が大きく、パターンズレを発生しやすい。
【００２８】
　このように、半導体ウエハの大型化やインクジェット記録ヘッドの長尺化した際におい
ても、スリット形成用のパターンに接する位置に密着向上層を設けることで、吐出口プレ
ートの突起部に所望のスリットを形成することができる。
【００２９】
　これにより、インクジェット記録ヘッドの製造工程の熱履歴などにより生じるノズル材
内の残留応力を緩和し、ノズル剥がれの発生を抑制することができ、信頼性の高いインク
ジェット記録ヘッドを提供することができる。
【００３０】
（第２の実施の形態）
　第１の実施形態では、円形状の密着向上層を、スリット形成用のパターンの両端に接す
る位置に配置するものであった。しかしながら本発明はこのような形状の密着向上層に限
定するものではない。
【００３１】
　図１０は、本実施の形態のインクジェッド記録ヘッドを示す概略図である。本実施形態
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では、図１０に示すインクジェット記録ヘッドの製造方法を説明する。
【００３２】
　図１１から図１６は、本実施形態のノズル形成工程を説明するための概念図である。そ
れぞれ（ａ）は、本実施形態の基板を示す平面図であり、（ｂ）は、本実施形態の基板を
示す断面図である。説明を分かりやすくするため、基板単体の工程を説明する。
【００３３】
　図１１に示すように、基板上には、電気熱変換素子２が所望の個数が配置される。
【００３４】
　次に、図１２に示すように、密着向上層３をパターニングする。密着向上層は、ノズル
材が形成される部位と、インク供給口の開口面の一部にパターニングする。
【００３５】
　次に、図１３に示すように、型材４をパターニングする。型材は、インク流路のパター
ンを形成するとともに、インク供給口の開口面に独立したスリット形成用のパターンも形
成する。型材は、基板上に型材を塗布した後、ＵＶ光などにより露光を行い、スピンコー
ターで現像を行い形成される。
【００３６】
　次に、図１４に示すように、ノズル材５をパターニングする。ノズル材は、型材を被覆
するように配置され、インク吐出口６を形成する。
【００３７】
　次に、図１５に示すように、基板にインク供給口７を設ける。
【００３８】
　次に、図１６に示すように、型材を除去する。型材を除去することで、インク流路およ
び吐出口プレートにスリットを有した突起部が形成される。
【００３９】
　図１３に示すように、スリット形成用のパターンにおいて、パターン端部の一部の下地
に密着向上層を配置している。密着向上層を配置することで、型材と密着向上層の密着力
を確保し、スピンコーターで現像する際、パターン端部の外力によるパターンズレの発生
することを抑制することができる。
【００４０】
　このように、本実施形態においても、スリット形成用のパターンにおいて、パターンの
一部の下地に密着向上層を設けることで、吐出口プレートの突起部に所望のスリットを形
成することができる。これにより、インクジェット記録ヘッドの製造工程の熱履歴などに
より生じるノズル材内の残留応力を緩和し、ノズル剥がれの発生を抑制することができ、
信頼性の高いインクジェット記録ヘッドを提供することができる。
【００４１】
（その他の実施の形態）
　図１７から図２０は、その他の実施形態のインクジェット記録ヘッドを示す概略図であ
る。それぞれ（ａ）は、本実施形態の基板を示す平面図であり、（ｂ）は、本実施形態の
基板を示す断面図である。
【００４２】
　図１７に示すように、本実施形態の記録ヘッドは、スリット形成用のパターンの端部に
接する位置に長方形形状の密着向上層が４つ設けられている。第１の実施の形態では、円
形状の密着向上層であったが、長方形形状の密着向上層にすることで、スリット形成用の
パターンと接する範囲を広げることができ、パターンズレの抑制効果がさらに向上するこ
とができる。
【００４３】
　図１８に示すように、スリット形成用のパターンを挟むように帯状の密着向上層を２つ
設けてもよい。帯状の密着向上層にすることで、スリット形成用のパターンと接する範囲
を広げることができ、パターンズレの抑制効果がさらに向上することができる。
【００４４】
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　図１９に示すように、インク供給口の開口面の端部を跨ぐような位置にスリット形成用
のパターンが配置されており、そのスリット形成用のパターンを挟むように帯状の密着向
上層を２つ設けてもよい。スリット形成用のパターンがインク供給口の開口面の端部を跨
ぐような位置に配置された場合においても、パターンズレの抑制効果を得ることができる
。
【００４５】
　図２０に示すように、スリット形成用のパターンの周囲を囲むように密着向上層を設け
てもよい。周囲を囲むように密着向上層にすることで、パターンズレの抑制効果がさらに
向上する。
【００４６】
　図２１から図２４は、その他の実施形態のインクジェット記録ヘッドを示す概略図であ
る。それぞれ（ａ）は、本実施形態の基板を示す平面図であり、（ｂ）は、本実施形態の
基板を示す断面図である。
【００４７】
　図２１に示すように、スリット形成用のパターンにおいて、パターンを挟むように帯状
の密着向上層を下地に配置してもよい。帯状の密着向上層を下地に設けることで、スリッ
ト形成用のパターンと密着向上層の密着範囲を広げることができ、パターンズレの抑制効
果をさらに向上することができる。
【００４８】
　図２２に示すように、インク供給口の開口面の端部を跨ぐような位置にスリット形成用
のパターンが配置されてもよく、そのスリット形成用のパターンを挟むように帯状の密着
向上層を下地に配置してもよい。スリット形成用のパターンがインク供給口の開口面の端
部を跨ぐような位置に配置された場合においても、パターンズレの抑制効果を得ることが
できる。
【００４９】
　図２３に示すように、スリット形成用のパターンにおいて、パターンの両端部に長方形
形状の密着向上層を下地に配置してもよい。型材をスピンコーターにより現像する際、型
材に最も外力（遠心力）が加わるパターン端部に密着向上層を下地に配することでパター
ンズレの抑制することができる。
【００５０】
　図２４に示すように、スリット形成用のパターンの周囲を囲むように密着向上層を下地
に設けてもよい。周囲を囲むように密着向上層を下地にすることで、パターンズレの抑制
効果がさらに向上する。
【００５１】
　図２１から図２４に示したインクジェット記録ヘッドにおいてはいずれも、スリット形
成用のパターンの一部に密着向上層を下地として設けている。型材を現像した後も、密着
向上層は残存するため、インクジェット記録ヘッドの形態として、泡抜け性などを考慮し
た位置に、密着向上層を配置する必要がある。また、型材を現像する際にスリット形成用
のパターンに現像液が行き渡るように、密着向上層を配置する必要がある。
【００５２】
　図２５および図２６は、その他の実施に形態のインクジェット記録ヘッドの概略図であ
る。
【００５３】
　図２５に示すように、スリット形成用のパターンが複数有している。スリット形成用の
パターンを複数有する構成においても、スリット形成用のパターンに接する位置に密着向
上層を設けることで、パターンズレの抑制効果を得ることができる。
【００５４】
　図２６に示すように、スリット形成用のパターンが十字形状であり複数有している。ス
リット形成用のパターンが十字形状で複数有する構成においても、スリット形成用のパタ
ーンの一部に密着向上層を下地として設けることで、パターンズレの抑制効果を得ること
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ができる。
【００５５】
　なお、図２５および図２６に示す記録ヘッドでは、長方形形状および十字形状のスリッ
ト形成用のパターンを示したが、このような形態に限定するものではない。
【００５６】
　以上説明したように、その他の実施形態においても、スリット形成用のパターンにおけ
るパターンズレを抑制することができ、吐出口プレートの突起部に所望のスリットを形成
することができる。これにより、インクジェット記録ヘッドの製造工程の熱履歴などによ
り生じるノズル材内の残留応力を緩和し、ノズル剥がれの発生を抑制することができ、信
頼性の高いインクジェット記録ヘッドを提供することができる。
【符号の説明】
【００５７】
　１　　基板
　２　　電気熱変換素子
　３　　密着向上層
　４　　型材
　６　　インク吐出口
　７　　インク供給口
　２０　　基板ウエハ

【図１】 【図２】
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【図１７】 【図１８】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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